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ANHANG 3
Liste der Giiter und Technologien nach Artikel 5

Fiir diesen Anhang gelten allgemeine Anmerkungen, Akronyme und Abkiirzungen sowie
Begriffsbestimmungen geméss den Anhéngen 1, 2 und 3 der Giiterkontrollverordnung (GKV; SR
946.202.1).

Teil A

Kategorie I — Allgemeine Elektronik

X.A101 Elektronische Gerite und Bestandteile.
a) ,,Mikroprozessoren®, ,,Mikrocomputer* und Mikrocontroller mit einer der folgenden
Eigenschaften:

1.  Leistungsgeschwindigkeit grosser/gleich 5 Gflops und
arithmetischeLogikeinheit mit einer Zugriffsbreite grosser/gleich
32 bit,

2. Taktfrequenz grosser als 25 MHz oder
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3. mit mehr als einem Daten- oder Befehlsbus oder mehr als einer seriellen
Kommunikationsschnittstelle fiir die direkte externe Zusammenschaltung

paralleler ,,Mikroprozessoren* mit einer Ubertragungsrate von 2,5 Mbyte/s,
b)  Speicherschaltungen wie folgt:

1. Elektrisch programmierbare und l6schbare Festwertspeicher (EEPROMs) mit

Speicherkapazitit von:
a)  mehr als 16 Mbit/s pro Paket fiir Flash-Speicher-Typen oder

b)  mehr als einem der folgenden Grenzwerte fiir alle anderen EEPROM-
Typen:

1. mehr als 1 Mbit pro Paket oder

2. mehr als 256 kbit pro Paket und maximale Zugriffszeit kleiner als

80 ns,
2. Statische Schreib-Lese-Speicher (SRAM) mit Speicherkapazitét von:
a)  mehr als 1 Mbit pro Paket oder

b)  mehr als 256 kbit pro Paket und maximale Zugriffszeit kleiner als 25 ns,
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d)

Analog-Digital-Wandler mit einer der folgenden Eigenschaften:

1.  Auflosung grosser/gleich 8 bit, aber kleiner als 12 bit, mit einer

Ausgaberategrosser als 200 Megasamples pro Sekunde (MSPS),

2. Auflésung grosser/gleich 12 bit, mit einer Ausgaberate grosser

als10° Megasamples pro Sekunde (MSPS),

3. Auflosung grosser als 12 bit, aber kleiner/gleich 14 bit, mit einer

Ausgaberategrosser als 10 Megasamples pro Sekunde (MSPS), oder

4.  Auflésung grosser als 14 bit, mit einer Ausgaberate grosser als 2,5

Megasamplespro Sekunde (MSPS).

Anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise mit einer maximalen Anzahl einzelner

digitaler Ein-/Ausgaben zwischen 200 und 700,

FFT-Prozessoren (Fast Fourier Transform), ausgelegt fiir eine komplexe FFT mit

1 024 Punkten in weniger als 1 ms,

kundenspezifische integrierte Schaltungen, deren Funktion unbekannt ist oder deren
Erfassungsstatus in Bezug auf die Endbenutzergerite dem Hersteller nicht bekannt

ist, mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mehr als 144 Anschliisse oder

2. typische,,Signallaufzeit des Grundgatters (basic gate propagation delay time)

kleiner als 0,4 ns;
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g)

h)

,elektronische Vakuumbauelemente* mit Wanderfeld, fiir Impuls- oder Dauerstrich-

betrieb, wie folgt:
1.  hohlraumgekoppelte oder davon abgeleitete Gerite,

2. Gertite, die auf Schaltungen mit Wendelwellenleitern, gefalteten Wellenleitern
oder schlangenlinienférmigen Wellenleitern basieren, oder davon abgeleitete

Gerdéte mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,,Momentan-Bandbreite* grosser/gleich einer halben Oktave und
Produktder mittleren Leistung (in Kilowatt) und der Frequenz (in

Gigahertz) grosser als 0,2, oder

b) ,,Momentan-Bandbreite* weniger als eine halbe Oktave und Produkt der
mittleren Leistung (in Kilowatt) und der Frequenz (in Gigahertz) grosser

als 0,4,

Flexible Strahlfiihrungselemente, ausgelegt fiir den Einsatz bei Frequenzen

grosserals 40 GHz,

Vorrichtungen mit akustischen Oberflichenwellen (surface acoustic waves) und mit
akustischen, oberflachennahen Volumenwellen (surface skimming [shallow bulk]

acoustic waves), mit einer der folgenden FEigenschaften:
1.  Trégerfrequenz grosser als 1 GHz oder
2. Tragerfrequenz kleiner/gleich 1 GHz und

a) ,Frequenz-Nebenkeulendimpfung‘ grosser als 55 dB,
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b)  Produkt aus maximaler Verzogerungszeit (in Mikrosekunden) und

Bandbreite (in Megahertz) grosser als 100 oder
¢) dispergierende Verzogerung grosser als 10 Mikrosekunden,

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.1.001.i ist ,Frequenz-

Nebenkeulenddmpfung® der im Datenblatt angegebene Dampfungshochstwert.
,Zellen® wie folgt:

1.  ,Primirzellen‘ mit einer ,Energiedichte‘ kleiner/gleich 550 Wh/kg bei 293 K
(20°C),

2. ,Sekundirzellen® mit einer Energiedichte kleiner/gleich 350 Wh/kg bei 293 K
(20 °C),

Anmerkung: Unternummer X.A.1.001j erfasst nicht Batterien; dies schliesst
auch Batterien, die aus einzelnen Zellen bestehen (single cell batteries), ein.

Technische Anmerkungen:

1. Im Sinne von Unternummer X.A.1.001j wird die Energiedichte (Wh/kg)
berechnet aus der Nominalspannung multipliziert mit der nominellen Kapazitét
(in Amperestunden - Ah) geteilt durch die Masse (in Kilogramm). Falls die
nominelle Kapazitit nicht angegeben ist, wird die Energiedichte berechnet aus
der quadrierten Nominalspannung multipliziert mit der Entladedauer (in Stun-
den), dividiert durch die Entladelast (in Ohm) und die Masse (in Kilogramm).

2. Im Sinne von Nummer X.A.1.001.j wird ,Zelle* definiert als ein
elektrochemisches Bauelement, das iiber positive und negative Elektroden
sowie Uber den Elektrolyten verfiigt und eine Quelle fiir elektrische Energie ist.
Sie ist die Grundeinheit einer Batterie.

3. Im Sinne der Unternummer X.A.1.001j1 wird ,Primérzelle‘ definiert als eine
,Zelle® die nicht durch irgendeine andere Quelle aufgeladen werden kann.

4.  Im Sinne der Unternummer X.A.1.001j2 wird ,Sekundéarzelle‘ definiert als eine
,Zelle® die durch eine externe elektrische Quelle aufgeladen werden kann.
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k)

D

,supraleitende Elektromagnete oder Zylinderspulen, besonders konstruiert, um in
weniger als einer Minute vollstéindig geladen oder entladen zu werden, mit allen

folgenden Figenschaften:

Anmerkung: Unternummer X.A.L1.001k erfasst nicht ,,supraleitende*
Elektromagnete oder Zylinderspulen, besonders konstruiert fiir medizinisches
Gerdit flir Magnetresonanzbilderzeugung (Magnetic Resonance Imaging).

1.  Maximale Energieabgabe wéihrend der der Entladung geteilt durch die Dauer
der Entladung von mehr als 500 kJ pro Minute,

2. Innerer Durchmesser der Strom fithrenden Windungen grosser als 250 mm und

3. spezifiziert flir eine magnetische Induktion grosser als 8 T oder eine
,,Gesamtstromdichte* (overall current density) in der Windung grdsser als

300 A/mm?,

Schaltkreise oder Systeme fiir die Speicherung elektromagnetischer Energie, die
Bauteile aus ,,supraleitenden* Werkstoffen enthalten, besonders konstruiert fiir den
Betrieb bei Temperaturen unter der ,kritischen Temperatur” von wenigstens einem

ihrer ,,supraleitenden® Bestandteile und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1.  Resonanzbetriebsfrequenz grosser als 1 MHz,

2. Gespeicherte Energiedichte grosser/gleich 1 MJ/m?® und

3.  Entladezeit kleiner als 1 ms,

Wasserstoff-/Wasserstoff-Isotop-Thyratrone, keramisch-metallische Konstruktion

und spezifiziert fiir Spitzenstréme grosser/gleich 500 A,



XXX

X.AL02

b)

d)

nicht belegt,

,weltraumgeeignete* Solarzellen, CIC-Baugruppen (cell-interconnect-coverglass
assemblies), Solarpaneele und Solararrays, die nicht von Unternummer 3A001e4

(Siehe Anhang 2 GKV) erfasst werden.
,Elektronische Baugruppen®, Module und Ausriistung fiir allgemeine Zwecke.
Andere als von den Anhéngen 2 und 3 GKV erfasste elektronische Priifgeréte,

Digitale Mess-/Datenaufzeichnungsmagnetbandgerite mit einer der folgenden

Eigenschaften:

1.  Maximale Ubertragungsrate iiber die digitale Schnittstelle grosser als 60

Mbit/sund Einsatz von Schréigschriftverfahren,

2. Maximale Ubertragungsrate der digitalen Schnittstelle grosser als 120

Mbit/sund Einsatz von Festkopfverfahren oder
3.  ,,weltraumgeeignet®,

Einrichtungen mit einer maximalen Ubertragungsrate iiber die digitale Schnittstelle
grosser als 60 Mbit/s, konstruiert, um digitale Videobandgerite als digitale

Messmagnetbandgerite einsetzen zu konnen,

Nichtmodulare analoge Oszilloskope mit einer Bandbreite grosser/gleich 1 GHz,
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e)  Modulare analoge Oszilloskopsysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Grundgerit (Mainframe) mit einer Bandbreite grosser/gleich 1 GHz oder
2. Einschubmodule mit einer Einzelbandreite grosser/gleich 4 GHz,

f)  Analoge Sampling-Oszilloskope fiir die Analyse von periodischen Ereignissen mit

einer effektiven Bandbreite grosser als 4 GHz,

g)  Digitale Oszilloskope und Transientenrekorder mit A-/D-Wandlerverfahren, die
geeignet sind zur Speicherung transienter Vorgénge durch sequentielle Abtastung
einmaliger Eingangssignale in aufeinanderfolgenden Intervallen von weniger als 1 ns
(mehr als 1 Gigasamples pro Sekunde (GSPS)), mit einer digitalen Auflésung von
8 Bit oder mehr und einer Speichermdglichkeit von 256 oder mehr Abtastwerten.
Anmerkung: Nummer X.A.1.002 erfasst die folgenden besonders konstruierten

Bestandteile fiir analoge Oszilloskope:
1.  Einschubmodule,

2. externe Verstirker,

3.  Vorverstirker,

4.  Sampling-Zusitze,
5.  Kathodenstrahlrohren.

X.A.L.03 Andere als von den Anhdngen 2 und 3 GKV erfasste spezifische

Datenverarbeitungsausriistung, wie folgt;

a)  Andere als von den Anhdngen 2 und 3 GKV erfasste

Frequenzumwandler und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir,
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b)

d)

Andere als von den Anhéngen 2 und 3 GKV erfasste

Massenspektrometer,

Alle Rontgenblitzgerite oder Bestandteile damit konstruierter gepulster
Stromversorgungssysteme, einschliesslich Marx-Generatoren,
impulsformendeHochleistungsnetze, Hochspannungskondensatoren und

Trigger,
Andere als von den Anhéngen 2 und 3 GKV erfassteSignalverstérker,

Elektronische Ausriistung zur Generierung von Zeitverzogerung oder zur Messung

von Zeitintervallen wie folgt:

1. Digitale Zeitverzogerungsgeneratoren mit einer Auflosung von
50 Nanosekunden oder weniger innerhalb von Zeitintervallen von

grosser/gleich 1 Mikrosekunde oder

2. Mehrkanal- (3 Kanile oder mehr) oder modulare Zeitintervallmessgerite und
chronometrische Instrumente mit einer Auflésung von 50 Nanosekunden oder

weniger innerhalb von Zeitintervallen von grosser/gleich 1 Mikrosekunde,

chromatografische und spektroskopische Analyseinstrumente.
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X.B.1.01 Ausriistung fiir die Fertigung von Elektronikbauelementen oder -materialien wiefolgt
sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehor

hierfir:

a)  Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Herstellung von Elektronenréhren und
optischen Elementen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir, erfasst von

Nummer 3A001 (Siehe Anhang 2 GKV) oder X.A.1.001,

b)  Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Herstellung von Halbleiterbauelementen,
integrierten Schaltungen und ,,elektronischen Baugruppen®, wie folgt, und Systeme,
die solche Ausriistung enthalten oder die Eigenschaften dieser Ausriistung
aufweisen:

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b erfasst auch Ausriistung, die fiir die

Herstellung anderer Vorrichtungen verwendet oder geéndert wird, wie z. B.
Bildsensoren, elektro-optische Geréte und Akustikwellenvorrichtungen.

1. Ausriistung fiir die Verarbeitung von Materialien fiir die Herstellung von
Einrichtungen und Bestandteilen geméss Unternummer X.B.1.001b wie
folgt:
Anmerkung: Nummer X.B.1.001 erfasst nicht Quarzofenrohre, Ofenauskleidungen,
Paddles, Schiffchen (ausgenommen besonders konstruierte kafigformige Schiffchen),

Bubbler, Kassetten oder Tiegel besonders konstruiert fiir die von
Unternummer X.B.1.001b1 erfasste Verarbeitungsausriistung.

a)  Ausriistung zur Herstellung von polykristallinem Silicium und von

Nummer 3C001 erfasste Materialien (Siehe Anhang 2 GKV),

b)  Ausriistung besonders konstruiert fiir die Reinigung oder Verarbeitung
von Halbleitermaterialien der Kategorie I1I/V und II/VI, erfasst von
Nummer 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 oder 3C005 (Siehe Anhang 2
GKYV), ausgenommen Kristallziehanlagen, fiir die die folgende
Unternummer X.B.1.001blc gilt,
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c)  Kiristallzieher und -6fen wie folgt:

Anmerkung:  Unternummer X.B.1.001bl1c¢ erfasst nicht Diffusions- und

Oxidationsofen.

1. Ausriistung fiir das Gliithen oder Rekristallisation mit Ausnahme
von Ofen mit konstanter Temperatur mit hohem Energietransfer,
die in der Lage sind, Halbleiterwafer bei einem Durchsatz von iiber

0,005 m? pro Minute zu verarbeiten;

2. ,Speicherprogrammgesteuerte® Kristallziechanlagen mit einer der

folgenden Figenschaften:
a)  wiederaufladbar ohne Austausch des Tiegelbehilters,

b)  geeignet fiir den Betrieb bei Driicken grosser als 2,5 x 105

Paoder

c) geeignet zum Ziehen von Kristallen mit einem Durchmesser

grosser als 100 mm,

d) ,speicherprogrammgesteuerte‘ Epitaxie-Ausriistung mit einer der

folgenden Eigenschaften:

1. geeignet zur Herstellung einer Siliziumschicht mit einer
gleichmaéssigen Schichtdicke mit weniger als +2,5 %

Abweichungauf einer Strecke von grosser/gleich 200 mm,

2. geeignet zur Erzeugung einer Schicht aus anderen Stoffen als
Silizium mit einer gleichmissigen Dicke iiber den Wafer

grosser/gleich + 3,5 % oder
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g)

h)

3. Rotation der einzelnen Wafer wéhrend der Verarbeitung,
Molekularstrahlepitaxie-Ausriistung,

Magnetisch verstarkte ,Sputtering‘-Ausriistung mit besonders
konstruierten integrierten Ladeschleusen, geeignet zur Ubertragung von

Wafern in einer isolierten Vakuumumgebung,

Ausriistung besonders konstruiert fiir lonenimplantation, ionen- oder

photonenbeschleunigte Diffusion mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Féhigkeit zur Erstellung von Testmustern,
2. Elektronenenergie (Beschleunigungsspannung) grosser als 200 keV,

3. optimiert, um bei einer Elektronenenergie

(Beschleunigungsspannung) kleiner als 10 keV zu arbeiten, oder

4.  Geeignet zur Implantation von Sauerstoff mit hoher Energie in ein

erhitztes ,,Substrat®,

,Speicherprogrammierbare® Ausriistung fiir den selektiven Materialabtrag
(Atzen) mittels anisotroper Trockenétzverfahren (z. B. Plasma), wie

folgt:
1. ,Chargen-Typen‘ mit allen folgenden Eigenschaften:

a)  Endpunkterfassung, ausgenommen optische Emissions-

spektroskopien, oder
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b)

Arbeitsdruck (Atzen) des Reaktors kleiner/gleich 26,66 Pa,

,Einzel-Wafer-Typen‘ mit allen folgenden Eigenschaften:

a)  Endpunkterfassung, ausgenommen optische Emissions-
spektroskopien,

b)  Arbeitsdruck (Atzen) des Reaktors kleiner/gleich 26,66 Pa
oder

c)  Wafer-Bearbeitung mit Kassettenbetrieb und Ladeschleusen,

Anmerkungen:

1. ,Chargen-Typen‘ bezieht sich auf
Maschinen, die nicht fiir die Herstellung von Einzelwafern
besonders konstruiert sind. Diese Maschinen konnen zwei
oder mehr Wafer gleichzeitig unter Verwendung
gemeinsamer Prozessparameter verarbeiten, z. B. HF-
Nennleistung, Temperatur, Atzgasart, Durchsatz.

2. ,Einzelwafer-Typen‘ bezieht sich auf Maschinen, die fiir die

Herstellung von Einzelwafern besonders konstruiert sind.
Diese Maschinen konnen automatische Waferhandling-
Techniken verwenden, um einen einzelnen Wafer in die
Verarbeitungsanlage zu laden. Die Definition schliesst
Geriteein, die mehrere Wafer beladen und verarbeiten
konnen, bei denen jedoch die Atzparameter, z. B. RF-
Leistung oder Endpunkt, fiir jeden einzelnen Wafer
unabhingig bestimmt werden konnen.
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3

Ausriistung fiir die ,,chemische Beschichtung aus der Gasphase* (CVD),
z. B. plasmaverstiarktes CVD (PECVD) oder photonenverstiarktes CVD,
fiir die Herstellung von Halbleiterbauelementen, mit einer der folgenden
Eigenschaften zum Beschichten von Oxiden, Nitriden, Metallen oder

Polysilizium:

1. Ausriistung zur ,,chemischen Beschichtung aus der Gasphase® mit

Betrieb unter 105 Pa oder

2. PECVD-Ausristung, die entweder unter 60 Pa arbeitet oder fir
automatische Waferbearbeitung mit Kassettenbetrieb und

Ladeschleusen ausgelegt ist,

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b1i erfasst nicht
Niederdrucksysteme zur ,,chemischen Beschichtung aus der

Gasphase® (LPCVD) oder reaktive ,,Sputtering‘‘- Ausriistung.

Elektronenstrahlsysteme, besonders konstruiert oder gedndert fiir die
Maskenherstellung oder die Verarbeitung von Halbleiterbauelementen

mit einer der folgenden Eigenschaften:

1.  Ablenkung des Elektronenstrahls,

2.  geformtes, nicht-Gausssches Strahlprofil,

3.  Digital-Analog-Umwandlungsrate grosser als 3 MHz,

4.  Digital-Analog-Umwandlungsgenauigkeit grosser als 12 bit oder
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k)

l)

5. Prazision der Riickkopplungskontrolle fiir Ziel-zu-Strahl-Position

von 1 Mikrometer oder feiner

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b1j erfasst nicht
Beschichtungssysteme mittels Elektronenstrahl oder

Rasterelektronenmikroskope fiir allgemeine Zwecke.

Ausriistung fiir die Oberflichenendbearbeitung zur Bearbeitung von

Halbleiterwafern wie folgt:

1.  Besonders konstruierte Ausriistung fiir die Riickseitenbearbeitung
von Wafern mit einem Durchmesser von mehr als 100 Mikrometer

und deren anschliessendes Abtrennen oder

2. Besonders konstruierte Ausriistung zur Erreichung einer
Oberflachenrauheit der aktiven Oberfliche eines bearbeiteten
Wafers mit einem 2-Sigma-Wert kleiner/gleich 2 Mikrometer,

Gesamtmessuhrausschlag (Total indicated reading — TIR),

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b1k erfasst nicht einseitige

Lapp- und Polierausriistung fiir die Wafer-Oberflichenbearbeitung.

Ausriistung zur internen Vernetzung, darunter gemeinsame einfache oder
mehrere besonders konstruierte Vakuumkammern zur Integration der von

Nummer X.B.1.001 erfassten Ausriistung in ein vollstindiges System,
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m) ,speicherprogrammierbare Ausriistung unter Einsatz von ,,Lasern® fur
die Reparatur oder das Beschneiden ,,monolithisch integrierter

Schaltungen® mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Positioniergenauigkeit feiner als + 1 Mikrometer oder

2. Fokusgrosse (Schnittfugenbreite) kleiner als 3 Mikrometer.

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.B.1.001b1 bezeichnet
,Kathodenzerstdubungsbeschichtung® (Sputtern/Aufstduben) (sputtering) ein
Verfahren zur Herstellung von Auflageschichten. Dabei werden positiv
geladene Ionen mithilfe eines elektrischen Feldes auf die Oberfléche eines
Targets (Beschichtungsmaterial) geschossen. Die Bewegungsenergie der
auftreffenden Ionen reicht aus, um Atome aus der Oberflache des Targets
herauszuldsen, die sich auf dem Substrat niederschlagen. (Anmerkung:
Sputtern mittels Trioden-, oder Magnetronanlagen oder mittels HF-Spannung
zur Erhohung der Haftfestigkeit der Schicht und der Beschichtungsrate sind
iibliche Varianten dieses Verfahrens.)

Masken, Masken-Substrate, Ausriistung zur Herstellung von Masken und

Ausriistung fiir die Bildiibertragung zur Herstellung von Einrichtungen und

Bestandteilen geméass Nummer X.B.1.001 wie folgt:

Anmerkung:  Der Begriff Masken bezieht sich auf Masken, die in der
Elektronenstrahllithografie, der Rontgenlithografie und der UV-

Lithografie sowie in der iiblichen UV- und Fotolithografie im sichtbaren
Spektrum verwendet werden.

a)  Fertige Masken, Reticles und Konstruktionen, ausgenommen:

1.  Fertige Masken oder Reticles fiir die Herstellung von integrierten
Schaltungen, die nicht von Nummer 3A001 erfasst sind (Siehe

Anhang 2 GKV), oder
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b)

¢)

d)

2. Masken oder Reticles, mit allen folgenden Eigenschaften:

a)  Ilhre Konstruktion beruht auf Geometrien grosser/gleich

2,5Mikrometer und

b)  Ihre Konstruktion enthilt keine besonderen Merkmale zur
Anderung des Verwendungszwecks durch

Herstellungsausriistung oder ,,Software®,
Masken-Substrate wie folgt:

1.  hartoberflichenbeschichtete (z. B. Chrom, Silizium,
Molybdén) ,,Substrate (z. B. Glas, Quarz, Saphir) fiir die
Herstellung von Masken mit Abmessungen grosser als

125 mm x 125 mm oder
2. Substrate besonders konstruiert fiir Rontgenmasken,

Ausriistung, ausgenommen Universalrechner, besonders konstruiert fiir
das computergestiitzte Design (CAD) von Halbleiterbauelementen oder

integrierten Schaltungen,

Ausriistung oder Maschinen zur Herstellung von Masken oder Reticles,

wie folgt:

1.  Fotooptische Step-and-repeat-Kameras, geeignet zur Produktion
von Anordnungen grésser als 100 mm x 100 mm oder geeignet
zureiner einfachen Belichtung grosser als 6 mm x 6 mm in der
Bildebene (d. h. Brenn-)Ebene oder geeignet zur Erzeugung von
Linienbreiten kleiner als 2,5 Mikrometer im Fotolack auf dem

,»Substrat®,
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2. Ausriistung zur Herstellung von Masken- oder Reticles mit Ionen-
oder ,,Laser“-Strahllithografie, geeignet fiir die Produktion von

Linienbreiten kleiner als 2,5 Mikrometer, oder

3. Gerite oder Halter zum Andern von Masken oder Reticles oder

zum Hinzufiigen von Pellicles zum Entfernen von Méngeln,

Anmerkung: Unternummern X.B.1.001b2d1 und b2d2
erfassen keine Ausriistung zur Maskenherstellung nach
fotooptischen Verfahren, die entweder vor dem 1. Januar
1980 im Handel erhéltlich waren oder deren Leistung nicht
besser ist als diese Geriéte.

e) ,Speicherprogrammierbare® Ausriistung fiir die Kontrolle von Masken,

Reticles oder Pellicles mit folgenden Eigenschaften:
1.  Auflésung von 0,25 Mikrometer oder feiner und

2. Prézision von 0,75 Mikrometer oder feiner {iber eine Entfernung in

einer oder zwei Koordinaten grosser/gleich 63,5 mm,

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b2e erfasst nicht
Rasterelektronenmikroskope fiir allgemeine Anwendungen,
ausser wenn besonders konstruiert und zur automatischen
Musterpriifung instrumentiert.
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2

h)

Ausriistung fir die Justierung und Belichtung zur Waferproduktion unter
Verwendung fotooptischer oder Rontgentechniken, z. B. Lithografie-
Ausriistung, einschliesslich sowohl Ausriistung fiir
Projektionsbildiibertragung als auch Step-and-repeat (direct step on
wafer)- oder step-and-scan (scanner)-Ausriistung, die eine der folgenden

Funktionen ausfithren kann:

Anmerkung: Unternummer X.B.1.001b2f erfasst nicht Ausriistung
fiir die Justierung und Belichtung fotooptischer Masken bei
Kontakt- und Proximitybelichtung oder Ausriistung fiir

Kontaktbildiibertragung.
1. Herstellung einer Strukturbreite von weniger als 2,5 Mikrometer,

2. Justierung mit einer Genauigkeit kleiner als + 0,25 Mikrometer

(3 Sigma),

3. Maschine-zu-Maschine-Overlay kleiner/gleich 0,3 Mikrometer

oder
4.  Wellenldnge der Lichtquelle kleiner als 400 nm;

Elektronenstrahl-, lonenstrahl oder Rontgenstrahl-Ausriistung fiir die
Projektionsbildiibertragung, geeignet zur Erzeugung von Strukturbreiten

kleiner als 2,5 Mikrometer,

Anmerkung: Fiir Systeme mit fokussiertem abgelenkten Strahl
(Direktschreibsysteme) siche Unternummer X.B.1.001b1j.

Ausriistung, die ,,Laser zur Direktschreibvorgidngen auf Wafer
verwendet, geeignet fiir die Erzeugung von Strukturbreiten kleiner als

2,5 Mikrometer.
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3. Ausriistung fiir den Zusammenbau integrierter Schaltungen, wie folgt:

a) ,Speicherprogrammgesteuerte’ Die-Bonder mit einer der folgenden

Eigenschaften:
1.  Besonders konstruiert fiir ,,integrierte Hybrid-Schaltungen®,

2. Positionierungverfahrweg der Stufe X-Y grosser als 37,5 x 37,5

mmund

3. Genauigkeit der Positionierung in der X-Y-Ebene feiner als

+ 10 Mikrometer,

b)  ,Speicherprogrammierbare‘ Ausriistung zur Herstellung mehrerer
Bindungen in einem einzigen Vorgang (z. B. Beam-Lead-Bonder,

Chiptrager-Verbindungen, Tape-Bonder),

c¢)  Halbautomatische oder automatische Hot-Cap-
Versiegelungsvorrichtungen, bei denen die Kappe lokal auf eine héhere
Temperatur als der Grundkorper des Pakets erhitzt wird, besonders
konstruiert fiir unter Nummer 3A001 (Siehe Anhang 2 GKV) erfasste
keramische Mikroprozessorbaugruppen mit einem Durchsatz

grosser/gleich ein Paketpro Minute.

Anmerkung:  Unternummer X.B.1.001b3 erfasst keine
Punktschweissgeriteim Widerstandsschweissverfahren fiir allgemeine

Zwecke.
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4.  Luftfilter, die geeignet sind, eine Umgebungsluft zu generieren, die 10 oder
weniger Partikel von 0,3 Mikrometer oder weniger pro 0,02832 m? enthélt

sowie dafiir bestimmtes Filterzubehor.

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.B.1.001 bezeichnet der Ausdruck
,speicherprogrammierbar® (stored program controlled) eine Steuerung, die in einem
elektronischen Speicher Befehle speichert, die ein Prozessor zur Ausfithrung von vorher
festgelegten Funktionsabldufen verwenden kann. Ausriistung kann unabhéngig davon
,speicherprogrammierbar® sein, ob sich der elektronische Speicher innerhalb oder

ausserhalb der Ausriistung befindet.

X.B.1.02 Ausriistung fiir die Priifung oder das Testen elektronischer Bestandteile, Werkstoffeund

Materialien sowie besonders konstruierte Bestandteile und Zubehor hierfiir.

a)  Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Priifung oder das Testen von Elektronen-
r6hren und optischen Elementen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir,

erfasst von Nummer 3A001 (Siehe Anhang 2 GKV) oder X.A.1.001,

b)  Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Priifung oder das Testen von Halbleiter-
bauelementen, integrierten Schaltungen und ,,elektronischen Baugruppen®, wie folgt,
und Systeme, die solche Ausriistung enthalten oder die Eigenschaften dieser

Ausriistung aufweisen:

Anmerkung: Unternummer X.B.1.002b erfasst auch Ausriistung, die fiir die Prii-
fung oder das Testen anderer Vorrichtungen verwendet oder gedndert wird, wie

z. B. Bildsensoren, elektro-optische Geréte und Akustikwellenvorrichtungen.

1.  ,Speicherprogrammierbare® Priifausriistung fiir die automatische Erkennung
von Méngeln, Fehlern oder Kontaminanten kleiner/gleich 0,6 Mikrometer in
oder auf bearbeiteten Wafern, Substraten, ausgenommen gedruckte
Schaltungen oder Chips, mit optischen Bildbeschaffungsverfahren fiir den

Mustervergleich,
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Anmerkung:  Unternummer X.B.1.002b1 erfasst nicht
Rasterelektronenmikroskope fiir allgemeine Anwendungen, ausser
wennbesonders konstruiert und zur automatischen Musterpriifung

instrumentiert.

Besonders konstruierte ,speicherprogrammierbare‘ Mess- und

Analyseausriistung, wie folgt:

a)  Besonders konstruiert fiir die Messung des Sauerstoff- oder

Kohlenstoffgehalts in Halbleitermaterialien,

b)  Ausriistung zur Messung der Linienbreite mit einer Auflosung von

1 Mikrometer oder feiner,

¢)  Besonders konstruierte Ebenheitsmesseinrichtungen, geeignet zur
Messung von Abweichungen von der Ebenheit kleiner/gleich

10 Mikrometer mit einer Auflésung von 1 Mikrometer oder feiner.

,Speicherprogrammierbare® Wafertestausriistung mit einer der folgenden

Eigenschaften:
a)  Positioniergenauigkeit feiner als 3,5 Mikrometer,
b)  Geeignet zum Testen von Gerédten mit mehr als 68 Anschliissen oder

¢)  Geeignet zum Testen bei Frequenzen grosser als 1 GHz,
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4.

Priifausriistung, wie folgt:

a)

b)

,Speicherprogrammierbare® Ausriistung, besonders konstruiert fiir das
Testen von diskreten Halbleiterbauelementen und ungehiusten Chips,

geeignet zum Testen bei Frequenzen grosser als 18 GHz,

Technische Anmerkung: Diskrete Halbleiterbauelemente umfassen

Fotozellen und Solarzellen.

,Speicherprogrammierbare® Ausriistung, besonders konstruiert fiir das
Testen integrierter Schaltungen und ,,elektronischer Baugruppen‘ hierfiir,

geeignet flir Funktionspriifungen:
1.  Dbei eciner ,Testmusterrate® grosser als 20 MHz oder

2. bei einer ,Testmusterrate® grosser als 10 MHz und
kleiner/gleich 20 MHz und geeignet zum Testen von Gehdusen

mit mehr als 68 Anschliissen.

Anmerkungen: Unternummer X.B.[.002b4b erfasst nicht

Priifausriistung, besonders konstruiert fiir das Testen von:

1. Speichern,
»Baugruppen‘ oder einer Klasse von ,,elektronischen
Baugruppen® fiir die Haushalts- oder Unterhaltungs-
Elektronik und

3. Elektronischen Bestandteilen, ,,elektronischen Baugruppen
und integrierten Schaltungen, die nicht von Nummer 3A001
(Siehe Anhang 2 GKV) oder X.A.1.001 erfasst werden,
sofern diese Priifausriistungenkeine Rechenanlagen mit
wanwenderzugénglicher Programmierbarkeit™ enthalten.
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Technische Anmerkung: Im Sinne der Unternummer X.B.1.002b4b wird
, Testmusterrate® (pattern rate) definiert als die maximal mogliche
Frequenz in der digitalen Betriebsart eines Testers. Sie entspricht daher
der hochstmoglichen Datenrate, die ein Tester im nicht gemultiplexten
Betrieb erreichen kann. Sie wird auch Testgeschwindigkeit, maximale

Digitalfrequenz oder maximale digitale Geschwindigkeit genannt.

Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Bestimmung der Leistung von
Focal-Plane-Arrays bei Wellenldngen grosser als 1200 nm, bei der
,speicherprogrammierbare‘ Messungen oder computergestiitzte

Auswertungen verwendet werden, mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Mit Lichtpunktabtastern mit einem Durchmesser kleiner als

0,12 mm,

2. Konstruiert zur Messung lichtempfindlicher Leistungsparameter
und zur Bewertung des Frequenzgangs, der
Modulationstibertragungsfunktion, der Gleichmaissigkeit der

Ansprechempfindlichkeit oder des Rauschens, oder

3. Konstruiert fiir die Bewertung von Arrays, geeignet zur Erstellung

von Bildern mit mehr als 32 x 32 Zeilenelementen,

Elektronenstrahltestsysteme, konstruiert fiir den Betrieb bei oder unter
3 keV, oder ,,Laser* strahlsysteme, zur beriihrungsfreien Priifung von
Halbleiterbauelementen im eingeschalteten Zustand, mit einer der

folgenden Eigenschaften:

a)  Stroboskopische Fahigkeit entweder mittels Strahlaustastung oder

Pulsbetrieb des Detektors,
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b)  Mit einem Elektronenspektrometer zur Spannungsmessung mit einer

Auflésung kleiner als 0,5 V oder

c)  Elektrische Priifvorrichtungen fiir die Leistungsanalyse integrierter

Schaltungen,

Anmerkung:  Unternummer X.B.1.002b5 erfasst nicht Raster-
elektronenmikroskope, ausgenommen solche, die fiir die beriihrungsfreie
Priifung von Halbleiterbauelementen im eingeschalteten Zustand

besonders konstruiert und ausgeriistet sind.

,Speicherprogrammierbare® multifunktionale fokussierte lonenstrahlsysteme,
besonders konstruiert fiir die Fertigung, Reparatur, Aufbauanalyse und Priifung
von Masken oder Halbleiterbauelementen und mit einer der folgenden

Eigenschaften:

a)  Prézision der Riickkopplungskontrolle fiir Ziel-zu-Strahl-Position von

1 Mikrometer oder feiner oder
b)  Digital-Analog-Umwandlungsgenauigkeit grosser als 12 bit

Partikelmesssysteme, die ,,Laser” verwenden, konstruiert zum Messen von
Partikelgrossen und -konzentrationen in der Luft, mit den beiden folgenden

Eigenschaften:

a)  Geeignet zur Messung von Partikelgrossen kleiner/gleich 0,2
Mikrometerbei einer Durchflussrate grosser/gleich 0,02832 m?® pro

Minute und

b)  Geeignet zur Charakterisierung von reiner Luft der Klasse 10 oder

besser.
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Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.B.1.002 bezeichnet der Ausdruck
,speicherprogrammierbar® (stored program controlled) eine Steuerung, die in einem
elektronischen Speicher Befehle speichert, die ein Prozessor zur Ausfiihrung von vorher
festgelegten Funktionsabldufen verwenden kann. Ausriistung kann unabhéngig davon
,speicherprogrammierbar sein, ob sich der elektronische Speicher innerhalb oder

ausserhalb der Ausriistung befindet.

X.C.1.001 Positiv-Fotoresists, konstruiert fiir die Halbleiter-Lithografie, besonders eingestellt

(optimiert) fiir den Einsatz bei Wellenldngen zwischen 370 und 193 nm.

X.D.1.001 »Software, besonders entwickelt fiir die ,,Entwicklung®, ,,Herstellung® oder
»Verwendung* von elektronischen Bauelementen, oder Bestandteilen, die von
Nummer X.A.L1.001 erfasst werden, von elektronischer Ausriistung fiir allgemeine Zwecke,
die von Nummer X.A.1.002 erfasst wird, oder von Herstellungs- und Testausriistung, die
von Nummer X.B.1.001 und X.B.1.002 erfasst wird, oder ,,Software*, besonders entwickelt
fiir die ,,Verwendung* von Ausriistung, die von den Unternummern 3B001g und 3B001h

(Siehe Anhang 2 GKV) erfasst wird.

X.E.1.001 »lechnologie® fiir die ,,Entwicklung®, ,,Herstellung* oder ,,Verwendung* von
elektronischen Bauelementen, oder Bestandteilen, die von Nummer X.A.1.001 erfasst
werden, von elektronischer Ausriistung fiir allgemeine Zwecke, die von
Nummer X.A.1.002 erfasst wird, von Herstellungs- und Testausriistung, die von
Nummer X.B.1.001 oder X.B.1.002 erfasst wird, oder von Werkstoffen und Materialien, die

von Nummer X.C.1.001 erfasst werden.
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Kategorie II — Rechner

Anmerkung: Kategorie II erfasst keine Waren fiir den personlichen Gebrauch natiirlicher

Personen.

X.AILO01

Computer, ,,elektronische Baugruppen‘ und verwandte Geréte, die nicht von

Nummer 4A001 oder 4A003 (Sieche Anhang 2 GKV) erfasst werden, und besonders

konstruierte und Bestandteilehierfiir.

Anmerkung: Die Erfassung von in Nummer X.A.I.001 beschriebenen ,,Digitalrechnern* und

verwandten Geréten richtet sich nach dem Erfassungsstatus anderer Geréte oder Systeme,

sofern

a)

b)

die ,,Digitalrechner* oder die verwandten Geréte wesentlich sind fiir die Funktion der

anderen Gerite oder Systeme,

die ,,Digitalrechner oder verwandten Geréte nicht einen ,,Hauptbestandteil der

anderen Gerite oder Systeme darstellen und

N.B.1: Die Erfassung von Gerédten zur ,,Signaldatenverarbeitung* oder
,Bildverarbeitung®, besonders konstruiert fiir andere Einrichtungen unter
Einhaltung der Funktionsgrenzwerte dieser anderen Einrichtungen, wird durch
den Erfassungsstatus der anderen Einrichtungen auch dann bestimmt, wenn das
Kriterium des ,,Hauptbestandteils* nicht mehr erfiillt ist.

N.B.2: Die Erfassung von ,,Digitalrechnern® oder verwandten Geréten fiir
Telekommunikationseinrichtungen richtet sich nach Kategorie 5, Teil 1,
Anhang 2 GKV (Telekommunikation).

die ,,Technologie* fiir die ,,Digitalrechner* oder verwandten Gerite von

Nummer 4E (Siehe Anhang 2 GKV) geregelt wird.
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b)

d)

e)

Elektronische Rechner und verwandte Geréte sowie ,,elektronische Baugruppen‘ und
besonders konstruierte Bestandteile hierfiir, ausgelegt fiir den Betrieb bei

Umgebungstemperaturen oberhalb 343 K (70 °C),

»Digitalrechner®, einschliesslich Gerdten zur ,,Signaldatenverarbeitung* oder
,Bildverarbeitung®, mit einer ,,angepassten Spitzenleistung* (,,APP*) grosser/gleich

0,0128 gewichtete TeraFLOPS (WT),

,Elektronische Baugruppen*, besonders konstruiert oder geéindert zur Steigerung der

Rechenleistung durch Zusammenschalten von Prozessoren, wie folgt:

1.  Konstruiert, um Konfigurationen von 16 oder mehr Prozessoren

zusammenschalten zu konnen,

2. nicht belegt,

Anmerkung 1: Unternummer X.A.I1.001c¢ gilt nur fiir ,,elektronische Baugruppen*
und programmierbare Zusammenschaltungen mit einer ,,APP“, die die
Grenzwerte der Unternummer X.A.I1.001b nicht iiberschreitet, soweit sie als
einzelne ,,elektronische Baugruppen® geliefert werden. Sie gilt nicht fiir
»elektronische Baugruppen®, die aufgrund ihrer Konstruktion auf eine
Verwendung als von Unternummer X.A.I[.001k erfasste verwandte Geréte
beschrénkt sind.

Anmerkung 2: Unternummer X.A.I1.001c¢ erfasst keine ,,elektronischen
Baugruppen®, besonders konstruiert fiir Produkte oder Produktfamilien, deren
Maximalkonfiguration die Grenzwerte der Unternummer X.A.I1.001b nicht

uberschreitet.

nicht belegt,

nicht belegt,
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2

h)

i)

Gerite zur ,,Signaldatenverarbeitung® oder ,,Bildverarbeitung*, mit einer
»angepassten Spitzenleistung* (,,APP*) grosser/gleich 0,0128 gewichtete TeraFLOPS
(WT),

nicht belegt,
nicht belegt,

Gerite mit ,Endgerate-Schnittstellen®, die die Grenzwerte der Nummer X.A.I11.101

uberschreiten,

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.A.I1.001i bezeichnet der
Ausdruck ,Endgerite-Schnittstellen® Ausriistung fiir den Ein- oder Austritt von
Informationen im Telekommunikationssystem, beispielsweise Telefongerite,

Datengerite, Computer usw.

Gerite, besonders konstruiert fiir die externe Vernetzung von ,,Digitalrechnern® oder
verwandten Geriten, die eine Kommunikation mit Datenraten iiber 80 MByte/s

erlauben.

Anmerkung: Unternummer X.A.I1.001j erfasst keine Gerite zur internen
Vernetzung (z. B. Riickwandplatinen, Bussysteme), passives
Netzwerkzubehdr, ,,Netzzugangssteuerungen oder

,Kommunikationskanalsteuerungen®.

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.A.I1.001j wird
,Kommunikationskanalsteuerung‘ (communications channel controller) definiert als
eine physikalische Schnittstelle zur Steuerung des Ablaufs von synchronen oder
asynchronen digitalen Datenstromen. Es handelt sich um eine Baugruppe, die in
Rechnern oder Telekommunikationseinrichtungen integriert sein kann, um diesen

Telekommunikationszugang zu verschaffen.
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k) ,,Hybridrechner” und ,,elektronische Baugruppen sowie besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir, die Analog-Digital-Wandler enthalten und alle der folgenden

Eigenschaften aufweisen:
1. 32 oder mehr Kanile und

2. Auflosung grosser/gleich 14 bit (ohne Vorzeichen) bei
Wandlungsratengrosser/gleich 200 000 Hz.

X.D.I1.01 LwSoftware zur Priifung und Validierung von ,,Programmen®, ,,Software®, die die
automatische Generierung von ,,Quellcodes® ermdglicht, und Betriebssystem-,,Software*,

besonders entwickelt fiir Rechner zur ,,Echtzeitverarbeitung®.

a) ,.Software” zur Priifung und Validierung von ,,Programmen‘ mit mathematischen
und analytischen Verfahren, entwickelt oder gedndert fiir ,,Programme* mit mehr als

500 000 ,,Quellcode*“-Befehlen,

b) ,,Software®, die die automatische Generierung von ,,Quellcodes® aus Online-Daten

von externen Sensoren ermoglicht, die in Anhang 2 GKV beschrieben sind, oder

c) Betriebssystem-,,Software®, besonders entwickelt fiir Rechner zur
,Echtzeitverarbeitung®, die eine ,,Prozess-Reaktionszeit™ (global interrupt latency

time) kleiner als 20 Mikrosekunden gewéhrleisten.
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Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.D.I1.001 wird ,Prozess-Reaktions-

zeit‘ (Reaktionszeit auf eine globale Unterbrechung) (global interrupt latency time) defi-

niert als die Zeit, die ein Rechnersystem bendotigt, um eine durch ein Ereignis verursachte

Unterbrechung (interrupt) zu erkennen, die Unterbrechung zu bedienen und auf ein anderes

speicher-residentes Programm (task) zur Bearbeitung dieser Unterbrechung umzuschalten.

X.D.I1.02

»Software, andere als von Nummer 4D001 erfasst (Sieche Anhang 2 GKV),

besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,,Entwicklung®, ,,Herstellung* oder

,,Verwendung* von Ausriistung, dievon Nummer 4A101 (Siehe Anhang 2 GKV),

Unternummer X.A.I1.001 erfasst wird.

X.E.I1.001

,»Technologie* fiir die ,,Entwicklung®, ,,Herstellung® oder ,,Verwendung* von

Ausriistung, die von Nummer X.A.I1.001 erfasst wird, oder ,,Software®, die von

Nummer X.D.11.001 oder X.D.I1.002 erfasst wird.

X.E.IL.01

,,Technologie® fiir die ,,Entwicklung* oder ,,Herstellung* von Geréten zur

,Mehrfachstromverarbeitung®.

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.E.I1.001 wird ,Mehrfachstrom-
verarbeitung‘ definiert als eine Mikroprogramm- oder Rechnerarchitektur-Technik zur
simultanen Verarbeitung von mindestens zwei Datenfolgen unter der Steuerung
mindestens einer Befehlsfolge, wie.

1.
2.
3.

4.

SIMD (single instruction multiple data) fiir z. B. Vektor- oder Array-Rechner,
MSIMD (multiple single instruction multiple data),

MIMD (multiple instruction multiple data) einschliesslich straff (tightly),
eng(closely) oder lose (loosely) gekoppelter Architekturen oder

strukturierte Anordnungen (Datenfelder) von Recheneinheiten
einschliesslichsystolischer Array-Rechner.
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Kategorie III. Teil 1 — Telekommunikation

Anmerkung: Kategorie III. Teil 1 erfasst keine Waren fiir den personlichen Gebrauch natiirlicher

Personen.

X.AIIL.101 Telekommunikationsausriistungen.

a)

b)

jede Art von Telekommunikationseinrichtungen, die nicht von
Unternummer SA001a (Siche Anhang 2 GKV) erfasst werden, besonders konstruiert
fiir den Betrieb unter219 K (-54 °C) oder iiber 397 K (124 °C).

Telekommunikationsiibertragungseinrichtungen und -systeme sowie besonders
konstruierte Bestandteile und besonders entwickeltes Zubehdr hierfiir mit einer der

folgenden Eigenschaften, Funktionen oder einem der folgenden Leistungsmerkmale:

Anmerkung: Telekommunikationsiibertragungseinrichtungen:

a)  wie im Folgenden aufgelistet, oder Kombinationen hiervon:
Funkgerite (z. B. Sender, Empfianger und Sendeempfénger),
Leitungsendgerite,

Zwischenverstarker,

regenerative Verstérker,

Regeneratoren,

Code-Wandler (Transcoder),

Multiplexgerite (einschliesslich statistischer Multiplexer),
Modulatoren/Demodulatoren (Modems),

Transmultiplexer (sieche CCITT Rec. G701),
,speicherprogrammierbare* digitale Cross-connect-Einrichtungen,
,Netziibergidnge* (Gateways) und Briicken,
,Medienzugriffseinheiten und

WAk W=
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b)  entwickelt zur Verwendung in Ein- oder Mehrkanalkommunikation tiber
einen der folgenden Wege:
1.  Draht,
2. Koaxialkabel,
3.  Lichtwellenleiterkabel,
4.  elektromagnetische Ausstrahlung oder
5. akustische Wellenausbreitung unter Wasser.

Verwendung von digitalen Techniken einschliesslich digitaler Verarbeitung
vonanalogen Signalen und entwickelt fiir eine ,,digitale Ubertragungsrate am
héchsten Multiplexpunkt grosser als 45 Mbit/s oder eine ,,gesamte digitale
Ubertragungsrate® grosser als 90 Mbit/s,

Anmerkung:  Unternummer X.A.IlI.101b1 erfasst keine Ausriistung,

besonders konstruiert zur Integration und zum Betrieb in
Satellitensystemen fiir zivile Verwendung.

Modems mit einer ,Dateniibertragungsrate* grosser als 9600 bit pro Sekunde

bei Ubertragung iiber einen Kanal mit der ,Bandbreite eines Sprachkanals®,

,speicherprogrammierbare’ digitale Cross-connect-Einrichtungen mit einer

,.digitalen Ubertragungsrate* grosser als 8,5 Mbit/s pro Anschluss.
Gerite mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Netzzugangssteuerungen und das zugehorige gemeinsame
Ubertragungsmedium mit einer ,,digitalen Ubertragungsrate® grosser

als 33 Mbit/s oder

b) ,,Kommunikationskanalsteuerungen mit digitalem Ausgang mit einer

,Dateniibertragungsrate‘ grosser als 64 000 bit/s pro Kanal,

Anmerkung:  Wenn nicht erfasste Geréte eine ,,Netzzugangssteuerung*
enthalten, dann diirfen sie keine Telekommunikationsschnittstellen
haben, ausgenommen solche, die von Unternummer X.A.II1.101b4
beschrieben, jedoch nicht erfasst werden.
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Verwendung von ,,Lasern® mit einer der folgenden Eigenschaften:

a)  Ubertragungswellenlinge grosser als 1000 nm oder

b)  Bandbreite grosser als 45 MHz beim Einsatz von analogen Techniken,
c)  Einsatz von heterodynen oder homodynen optischen Techniken,

d)  Einsatz von Wellenldngen-Multiplex-Techniken oder

e)  Einsatz,optischer Verstarkung®,

Funkgerite mit Eingangs- oder Ausgangsfrequenzen grosser als

a) 31 GHz fiir Satellitenfunk oder

b) 26,5 GHz fiir andere Anwendungen,

Anmerkung:  Unternummer X.A.II1.101b6 erfasst keine Ausriistung fiir
zivile Verwendung, sofern diese auf von der Internationalen
Fernmeldeunion (ITU) festgelegten Frequenzen zwischen 26,5 GHz und
31 GHz eingesetzt werden.

Funkgerdte mit Einsatz eines der folgenden Verfahren:

a)  Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) hoher als Stufe 4, sofern die
,.gesamte digitale Ubertragungsrate® grosser als 8,5 Mbit/s ist,
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b)  Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) hoher als Stufe 16, sofern die
,.gesamte digitale Ubertragungsrate® grosser als 8,5 Mbit/s ist,

c)  andere digitale Modulationsverfahren mit einer ,spektralen Effektivitét*

grosser als 3 bit/s/Hz oder

d) adaptive Verfahren, die ein Storsignal grosser als 15 dB
kompensieren,bei einer Betriebsfrequenz im Bereich 1,5 MHz bis
87,5 MHz.

Anmerkungen:

1.  Unternummer X.A.IlI.101b7 erfasst keine Ausriistung, besonders
konstruiert zur Integration und zum Betrieb in Satellitensystemen fiir
zivile Verwendung.

2. Unternummer X.A.III.101b7 erfasst keine Richtfunk-Ausriistung, die fiir
den Betrieb in einem von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
festgelegten Frequenzband bestimmt ist, wie folgt:

a)  mit einer der folgenden Figenschaften:

1. Frequenz kleiner/gleich 960 MHz oder
2. miteiner ,,gesamten digitalen Ubertragungsrate*
kleiner/gleich 8,5 Mbit/s und
b)  miteiner ,,spektralen Effektivitit™ kleiner/gleich 4 bit/s/Hz.
,Speicherprogrammierbare‘ Vermittlungseinrichtungen und zugehorige
Signalisierungssysteme mit mindestens einer der folgenden Eigenschaften,

Funktionen oder einem der folgenden Leistungsmerkmale sowie besonders

konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehor hierfiir:

Anmerkung: Statistische Multiplexer mit digitalem Ein- und Ausgang, die
Vermittlungsfunktionen haben, werden als ,speicherprogrammierbare’

Vermittlungen behandelt.

1. Andere als von den Anhdngen 2 und 3 GKV erfasste
,.Datenvermittlungs*(Nachrichten)-Ausriistung oder -Systeme, konstruiert fiir
den ,,Paket-Ubertragungsmodus®, elektronische Baugruppen und Bestandteile

hierfir.
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nicht belegt,
Leitweglenkung oder Vermittlung von ,Datagram‘-Paketen,

Anmerkung:  Unternummer X.A.II1.101¢3 erfasst nicht
,Netzzugangssteuerungen‘ oder Netze, die darauf beschrankt sind,

ausschliesslich ,Netzzugangssteuerungen® zu verwenden.
nicht belegt,
mehrstufige Prioritét und Bevorrechtigung bei Leitungsvermittlungen,

Anmerkung:  Unternummer X.A.III.101c5 erfasst nicht einstufige

Bevorrechtigung.

automatisches Weiterleiten von Mobilfunk-Verbindungen von einer
Mobilfunk-Vermittlung zur anderen oder die automatische Verbindung zu

einer zentralen, mehreren Vermittlungen gemeinsamen Teilnehmer-Datenbank,

,,speicherprogrammierbare* digitale Cross-connect-Einrichtungen mit einer

digitalen Ubertragungsrate grosser als 8,5 Mbit/s pro Anschluss.

,Signalisierung iiber zentralen Zeichengabekanal‘ bei entweder

nichtassoziierter oder quasi-assoziierter Betriebsweise,

,dynamisch adaptive Leitweglenkung®,
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d)

e)

10.

11.

12.

Paketvermittlungen, Leitungsvermittlungen, Leitweglenkeinrichtungen
(Router) mit Leitungsanschliissen, die einen der folgenden Werte

uberschreiten:

a) ,,Dateniibertragungsrate* von 64 000 bit/s pro Kanal bei einer

,Kommunikationskanalsteuerung* oder

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101c10a erfasst kein
Multiplexen zu einem Summenbitstrom, nicht einzeln von

Unternummer X.A.III.101b1 erfasst.

b) ,digitale Ubertragungsrate® von 33 Mbit/s bei einer
,Netzzugangssteuerung‘ und dem zugehdrigen gemeinsamen

Ubertragungsmedium,

Anmerkung:  Unternummer X.A.II1.101¢10 erfasst keine
Paketvermittlungen oder Leitweglenkeinrichtungen (Router) mit
Leitungsanschliissen, die die in Unternummer X.A.II.101c10

angegebenen Grenzwerte nicht {iberschreiten.

,,optische Vermittlung®,

Einsatz von Verfahren mit ,asynchronem Ubertragungsmodus® (,ATM*).

Lichtwellenleiter und Lichtwellenleiterkabel von mehr als 50 m Léange, entwickelt

fiir Singlemodebetrieb,

zentrale Netzsteuerung mit folgenden Merkmalen:

1.

2.

sie empfangt Informationen von den Knoten (Vermittlungen) und

sie verarbeitet diese Daten zur Verkehrskontrolle ohne Bediener-(Operator)-

Entscheidungen, sodass eine ,dynamisch adaptive Leitweglenkung® erfolgt,
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g)

h)

Anmerkung 1: Unternummer X.A.IIl.101¢ erfasst keine Verkehrsleitungs-

entscheidungen, die auf vorher festgelegter Information beruhen.

Anmerkung 2: Unternummer X.A.III.101e beschrénkt nicht die Verkehrssteuerung

auf Basis von voraussagbaren statistischen Verkehrssituationen.

phasengesteuerte Antennen fiir Frequenzen iiber 10,5 GHz mit aktiven Elementen
und verteilten Bestandteilen, entwickelt zur elektronischen Steuerung der
Abstrahlcharakteristik und -blindelung, ausgenommen solche fiir Instrumenten-
Landesysteme gemiss den Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation (ICAO) (Mikrowellen-Landesysteme MLS).

Andere als von den Anhéngen 2 und 3 GKV erfasste Mobilfunkausriistung,

elektronische Baugruppen und Bestandteile hierfiir oder

Andere als von den Anhédngen 2 und 3 GKV erfasste Richtfunk- Ausriistung,
konstruiert fiir die Nutzung bei Frequenzen grosser/gleich 19,7 GHz, und

Bestandteile hierfiir.

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.III.101 bezeichnet

L.

,Asynchroner Ubertragungsmodus‘ (,ATM*) (asynchronous transfer mode) einen
Ubertragungsmodus, bei dem die Information in Zellen aufgegliedert ist; er arbeitet
insoweit asynchron, als die Weiterleitung der Zellen von der gewlinschten oder
momentanen Bitrate abhingig ist.

,Bandbreite eines Sprachkanals‘ (bandwidth of one voice channel)
Dateniibertragungseinrichtungen, die fiir den Einsatz in einem Sprachkanal von
3100 Hz entwickelt sind, entsprechend CCITT-Empfehlung G.151.
,Kommunikationskanalsteuerung‘ (communications channel controller) eine
physikalische Schnittstelle zur Steuerung des Ablaufs von synchronen oder
asynchronen digitalen Datenstromen. Es handelt sich um eine Baugruppe, die in
Rechnern oder Telekommunikationseinrichtungen integriert sein kann, um diesen

Telekommunikationszugang zu verschaffen.
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10.

11.

12.

,Datagram‘ (datagram) ein selbststandiges, unabhéngiges Datenpaket, das geniigend
Leitweginformationen enthélt, um ohne Bezug auf frither ausgetauschte
Leitungsinformationen zwischen dieser sendenden oder der empfangenden
Datenstation und dem Netzwerk von der sendenden zur empfangenden Datenstation
geleitet zu werden.

,Einzelpaket* (fast select) eine Einrichtung, anwendbar bei virtueller Verbindung, die
es einem Datenendgerit erlaubt, die Moglichkeit der Dateniibertragung tiber die
Grundfunktionen der virtuellen Verbindung hinaus in Rufaufbau- und Rufabbau-
,Paketen‘ zu erweitern.

,Netziibergang* (gateway) die durch eine beliebige Kombination von Ausriistung und
»Software* realisierte Funktion zur Durchfiithrung der Wandlung von Konventionen
zur Darstellung, Verarbeitung oder Ubertragung von Informationen, die in einem
System verwendet werden, in die entsprechenden, jedoch verschiedenen
Konventionen eines anderen Systems.

,Diensteintegriertes digitales Nachrichtennetz‘ (Integrated Services Digital Network
— ISDN) ein einheitliches durchgehendes digitales Netz, in dem Daten aus allen
Kommunikationsarten (z. B. Sprache, Text, Daten, Standbilder und bewegte Bilder)
von einem Port (Endgerét) im Austausch (Switch) {iber eine Zugangsleitung zum und
vom Teilnehmer tibertragen werden.

,Paket‘ (packet) eine Gruppe binédrer Einheiten, die Daten und
Rufiiberwachungssignale enthilt und als Gesamtheit {ibertragen wird. Die Daten,
Rufiiberwachungssignale und eventuelle Fehlerkontrollinformationen bilden ein
festgelegtes Format.

,Signalisierung iiber zentralen Zeichengabekanal (common channel signalling) die
Ubertragung von Steuerinformationen (Signalisierung) iiber einen anderen als den
fiir Nachrichten verwendeten Kanal. Der Signalisierungskanal steuert in der Regel
mehrere Nachrichtenkanile.

,Dateniibertragungsrate‘ (data signalling rate) die Bitrate entsprechend ITU-
Empfehlung 53-36, wobei zu beriicksichtigen ist, dass fiir nichtbinére Modulation
,Baud‘ und ,Bit pro Sekunde* nicht gleich sind. Bits fiir die Kodierung, Priifung und
Synchronisierung sind einzubeziehen.

,Dynamisch adaptive Leitweglenkung* (dynamic adaptive routing) die automatische
Verkehrsumleitung, basierend auf Erkennung und Auswertung des momentanen
aktuellen Netzzustandes.

,Medienzugriffseinheit’ (Media access unit) ein Gerit, das eine oder mehrere
Kommunikationsschnittstellen enthélt (Netzzugangssteuerung,
Kommunikationskanalsteuerung, Modem oder Rechner-Bus) um

Terminaleinrichtungen an ein Netzwerk anschliessen zu konnen.
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13. ,Spektrale Effektivitit* ist der Quotient aus ,,digitaler Ubertragungsrate** in Bit/s und
Bandbreite iiber 6dB in Hz.

14. ,Speicherprogrammierbar’ (stored program controlled) eine Steuerung, die in einem
elektronischen Speicher Befehle speichert, die ein Prozessor zur Ausfiihrung von
vorher festgelegten Funktionsabldufen verwenden kann. Anmerkung: Ausriistung
kann unabhéngig davon ,speicherprogrammierbar® sein, ob sich der elektronische
Speicher innerhalb oder ausserhalb der Ausriistung befindet.

X.B.II1.101  Andere als von den Anhéngen 2 und 3 GKYV erfasste Priifgerite fiir

Telekommunikationseinrichtungen.

X.C.III.101  Vorformen aus Glas oder anderen Werkstoffen, optimiert fiir die Fertigung der von
Nummer X.A.III.101 erfassten Lichtwellenleiter.

X.D.IIL.101 ,,Software”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,,Entwicklung®,
,Herstellung® oder ,,Verwendung* der von den Nummern X.A.II1.101 und X.B.II1.101

erfassten Ausriistung, und Software fiir die dynamisch adaptive Leitweglenkung, wie folgt:

a) ,,Software”, besonders entwickelt fiir ,,dynamisch adaptive Leitweglenkung*,

ausserin maschinenausfiihrbarem Code.

b)  nicht belegt,
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X.E.III.L101  ,, Technologie* fiir die ,,Entwicklung*, ,,Herstellung* oder ,,Verwendung* der
Ausriistung, die von den Nummern X.A.II1.101 und X.B.II1.101 erfasst wird, oder
,Software®, die von Nummer X.D.III.101 erfasst wird, und andere ,,Technologien®, wie

folgt:
a) ,Technologie*“ wie folgt:

1.  ,,Technologie®, fiir die Verarbeitung und die Aufbringung von Beschichtungen
(Ummantelung) auf Lichtwellenleiter, besonders konstruiert, um sie zum

Unterwassereinsatz geeignet zu machen,

2. ,,Technologie* fiir die ,,Entwicklung® von Ausriistung fiir ,synchrone digitale

Hierarchie® (,SDH*) oder ,synchrones optisches Netz* (,(SONET*).
Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.E.III.101 bezeichnet

1. ,Synchrone digitale Hierarchie (synchronous digital hierarchy — SDH) eine digitale
Hierarchie mit der Fahigkeit, verschiedene Arten digitalen Verkehrs unter
Verwendung synchroner Ubertragungsverfahren iiber unterschiedliche Medien zu
kontrollieren, zu multiplexen und anzusteuern. Das Format basiert auf dem
Synchronen Transportmodul (STM), das in den CCITT-Empfehlungen G.703,
G.707, G.708, G.709 und anderen noch zu veroffentlichenden definiert ist. Die erste
Stufe von ,SDH* betrdgt 155,52 Mbit/s.

2. ,Synchrones optisches Netz* (synchronous optical network — SONET) ein Netz mit
der Fahigkeit, verschiedene Arten digitalen Verkehrs unter Verwendung synchroner
Ubertragungsverfahren iiber Lic